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요약

정공주입 성능을 향상시키기 위한 플라즈마 처리에 대하여 절연막과 캐소드 격벽이 내성을 가짐으로써, 플라즈마 처

리에 대한 처리 여유도를 갖기 위하여, 상기 절연막 또는 캐소드 격벽의 표면상에 모노 클로로벤젠(MCB)을 코팅하여

표면을 개질시킨 후 플라즈마 처리를 수행함으로써, 정공 주입성능을 충분히 향상시킬 수 있고, 안정된 성능을 갖는 

유기 EL 패널을 제공한다.

대표도

도 4f

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 절연막과 캐소드 격벽이 형성된 종래의 유기 EL 패널을 나타낸 사시도.

도 2 는 도 1 의 하나의 셀을 나타낸 단면도.

도 3 은 플라즈마 처리에 의해 손상된 절연막과 캐소드 격벽을 나타낸 단면도.

도 4a 내지 도 4f 는 본 발명에 따른 절연막과 캐소드 격벽을 제조하는 과정을 나타낸 공정 단면도.

도 5 는 본 발명에 따른 절연막과 캐소드 격벽이 플라즈마 처리시 내성을 갖는 것을 나타낸 단면도.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
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10 : 글래스 기판 20 : ITO

30 : 절연막 40 : 캐소드 격벽

50, 60 : MCB

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 EL 패널에 관한 것으로서, 특히 절연막과 캐소드 격벽(Cathode Separator)의 표면에 MCB(Mono-c

hlorobenzene)를 코팅하여, 후속되는 플라즈마 처리에 대한 내성을 가지도록 함으로써, 충분한 플라즈마 처리를 통

하여 우수한 정공주입 성능을 가질 수 있는 유기 EL 패널에 관한 것이다.

도 1 은 종래의 유기 EL 의 절연막 및 캐소드 격벽의 구조를 나타내는 사시도이며, 도 2 는 도 1 의 단위 셀(cell)의 단

면도를 나타낸다.

도 1 및 도 2 에 도시된 바와 같이, 글래스 기판(10)에 ITO 막(20)이 형성되고, 그 위에 단위 셀을 구분하는 절연막(3

0)이 형성된 후, 절연막(30)에 캐소드(cathode)를 분리시키기 위한 캐소드 격벽(40)이 형성된다.

다음, 도시하지 않았지만, 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 및 전자주입층으로 이루어지는 유기 발광부를 증착하고, 

캐소드를 형성시킴으로써 유기 EL 패널이 형성된다.

이하, 종래의 절연막(30)과 캐소드 격벽(40)의 형성순서를 설명한다.

종래의 유기 EL 패널의 절연막(30)은, 포토 레지스트 코팅→베이킹→노광→현상→보호 열처리(curing)의 순서를 통

하여, 원하는 형상의 절연막(30)을 형성시킨다.

다음, 형성된 절연막(30) 위에 캐소드 격벽(40)을 형성하기 위한 공정이 네거티브 포토 레지스트 코팅→베이킹→노광

→노광후 열처리(PEB; Post-Exposure Baking)→현상→보호 열처리(curing)의 순서로 이루어진다.

그 결과 형성된 하나의 셀의 단면은 도 2 와 같으며, 그 전체적인 구조는 도 1 의 사시도와 같다.

이렇게 형성된 절연막(30)과 캐소드 격벽(40)을 갖는 기판에 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 및 전자주입층으로 이

루어지는 유기 발광부를 증착하기 이전에, 정공주입 효율과 소자의 안정화를 위하여 기판 전체에 걸쳐 플라즈마로 전

처리를 수행하는 것이 보통이다.

이러한 플라즈마 처리에 있어서, 처리시간과 플라즈마 강도가 중요한 변수이다.

그러나, 종래의 캐소드 격벽(40)과 절연막(30)은 플라즈마 처리에 대한 내성이 약하여, 충분한 플라즈마 처리를 할 수

없었다. 따라서, 종래의 절연막(30)과 캐소드 격벽(40)은 플라즈마 처리의 시간 및 강도에 여유도들 감소시키는 요인

이 되었다.

또한, 정밀하게 플라즈마 처리를 하지 않는 경우, 캐소드 격벽(40)과 절연막(30)이 손상되어, 안정하고 우수한 품질을

갖는 유기 EL 패널 제작을 어렵게 하였다.

도 3 은 이러한 과도한 플라즈마 처리로 인해 변형된 절연막(30)과 캐소드 격벽(40)을 나타낸다.

과도하게 플라즈마 처리함으로써, 떨어져 나간 절연막(30)과 캐소드 격벽(40) 물질이 후속공정에서 오염을 유발하였

다.

또한, 심한 경우 캐소드 격벽(40)의 역사리꼴 형태가 무너짐으로써, 분리되어야할 캐소드가 연결되어 버리는 경우도 

있었다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기한 문제점을 고려한 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 플라즈마 처리시 충분한 내성을 가지는 캐소드 격

벽 및 절연막을 포함하는 유기 EL 패널을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

본 발명에 따른 유기 EL 패널은, 절연막과 상기 절연막의 위에 형성된 캐소드 격벽을 갖는 유기 EL 패널에 있어서, 

상기 절연막 표면상에 플라즈마 처리에 대한 내성을 갖는 보호층을 포함하고, 상기 캐소드 격벽 표면상에 플라즈마 

처리에 대한 내성을 갖는 보호층을 포함한다.

보호층은 절연막 또는 캐소드 격벽의 상부 표면에 모노 클로로벤젠(MCB)을 코팅함으로써 절연막 또는 캐소드 격벽

의 상부 표면이 개질된 것이다.

이하, 본 발명에 따른 절연막(30) 및 캐소드 격벽(40) 형성순서를 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.

먼저, 도 4a 와 같이, 형성된 글래스 기판(10)과 ITO 막(20)상에 포지티브 포토 레지스트(30)가 스핀코팅되고, 그 위

에 MCB(50)가 스핀 코팅(spin coating) 된다.

다음, 110℃ 환경에서 베이킹 후, 도 4b 와 같이, 마스크(90)를 이용하여 노광시키고, 현상시킨다. 다음, 250℃ 환경

에서 보호 열처리(curing)를 통하여, 원하는 형상의 절연막을 형성시킨다. 그 결과 형성된 절연막의 단면은 도 4c 와 

같다.

다음, 형성된 절연막(30) 위에 캐소드 격벽(40)을 형성하기 위한 공정이 시작된다.

먼저, 도 4d 와 같이, 네거티브 포토 레지스트(40; Negative Photo Resist)가 코팅되고, 그 위에 MCB(60)가 스핀 코

팅된다. 다음, 베이킹 후, 도 4e 와 같이 마스크(90)를 사용하여 노광, 노광후 열처리(PEB), 현상, 및 보호 열처리(curi

ng)를 통해서 캐소드 격벽(40)이 형성된다. 그 결과 형성된 절연막(30)과 캐소드 격벽(40)의 단면은 도 4f 와 같다.

상기와 같이 MCB(50, 60)가 코팅된 절연막(30)과 캐소드 격벽(40)을 가지는 기판에 종래와 같이 플라즈마 처리를 

수행하고, 종래와 같이 유기 발광부를 형성시킨다.

결국, 본 발명에 따른 유기 EL 패널은 종래의 절연막(30)과 캐소드 격벽(40) 상부에 MCB(50, 60)를 코팅하여 또 다

른 감광층을 형성한 것이다.

모노 클로로벤젠(MCB)은 기존의 포토 레지스트 물질과 화학적인 반응을 하여 다른 화학구조를 갖는 물질이 된다. 따

라서, 현상시 두 물질의 현상속도도 상이한 값을 갖는다.

절연막(30)과 캐소드 격벽(40)의 상부 표면에 각각 형성된 MCB 층(50, 60)은 후속되는 플라즈마 처리에 대한 내성

을 갖는 보호층으로 역할한다. 따라서, 도 5 에 도시된 바와 같이, 그 아래 부분의 캐소드 격벽(40)과 절연막(30)도 플

라즈마 처리에 대한 내성을 가진다.

따라서, 충분한 여유도를 가지고 ITO 막을 플라즈마 처리할 수 있어, 우수한 정공주입 특성을 갖는 유기 EL 소자를 

제작할 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 절연막과 캐소드 격벽에 MCB 를 코팅시킴으로써, 후속되는 플라즈마 처리에 대한 내성을 향상시

킬 수 있다. 따라서, 플라즈마 처리시, 처리시간 및 강도를 여유있게 할 수 있어, 정공주입 특성이 향상된다.

또한, 불필요한 유기물의 오염을 최소화하여, 소자의 안정화에 기여할 수 있다.

따라서, 우수한 성능의 유기 EL 소자를 제작할 수 있다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.
절연막과 상기 절연막의 위에 형성된 캐소드 격벽을 갖는 유기 EL 패널에 있어서,

상기 절연막 표면상에 플라즈마 처리에 내한 내성을 갖는 보호층을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 EL 패널.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 보호층은 상기 절연막의 상부 표면에 모노 클로로벤젠(MCB)을 코팅함으로써 상기 절연막이 개질되어 형성되는

것을 특징으로 하는 유기 EL 패널.

청구항 3.
절연막과 상기 절연막의 위에 형성된 캐소드 격벽을 갖는 유기 EL 패널에 있어서,

상기 캐소드 격벽 표면상에 플라즈마 처리에 내한 내성을 갖는 보호층을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 EL 패널.

청구항 4.
제 3 항에 있어서,

상기 보호층은 상기 캐소드 격벽의 상부 표면에 모노 클로로벤젠(MCB)을 코팅함으로써 상기 캐소드 격벽이 개질되

어 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 EL 패널.

도면

도면1

도면2

도면3



공개특허 특2003-0044666

- 5 -

도면4a

도면4b

도면4c

도면4d

도면4e

도면4f
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도면5
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

将一氯苯（MCB）涂覆在绝缘膜或阴极阻挡层的表面上，以通过使绝缘
膜和阴极阻挡层抵抗等离子体处理以提高空穴注入性能而对等离子体处
理具有耐受性。通过在表面改性后进行等离子体处理，可以充分提高空
穴注入性能，并且可以提供具有稳定性能的有机EL面板。 图4f
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